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INTRODUCCIÓN
La memoria principal es uno de los principales componentes del microcomputador la tuvo que pasar por un largo proceso de evolución para llegar a ser lo que es en la actualidad, gracias a la memoria principal podemos realizar utilizar múltiples operaciones simultáneamente esto se debe también en gran medida a la memoria virtual que ayuda a que la memoria principal guarde solo la información que es requerida y la que no lo es, sea soportada por la memoria virtual.
La memoria principal cada día perfecciona más su capacidad de almacenamiento y su velocidad de transmisión de datos, la cual trata de estar acorde a las nuevas exigencias del nuevo software, los cuales exigen cada día memorias con un mejor funcionamiento.

Para cumplir todos estos retos las nuevas memorias tienen que cambiar muchas veces su diseño establecido ya que a causa de una mayor transmisión de datos estas tienden a producir mayor calor las cuales necesitan estar cada vez mas alejadas y consumir una menor energía eléctrica, lo cual conlleva a una evolución de la memoria que dada día se hace mas perfectible.
Es la memoria de acceso aleatoria, la computadora utiliza la memoria de acceso aleatorio para almacenar los datos e instrucciones temporalmente, para ejecutar las tareas; de esta manera la CPU puede acceder más rápidamente a los datos e instrucciones. Es una memoria en la que se puede leer e escribir información pero esta memoria es volátil se pierde la información una ves se le deja de suministrar energía eléctrica.
FORMACIÓN DE LA MEMORIA

     TRANSFORMACIÓN CHIP
La memoria empieza en la playa aunque parezca increíble, la arena de la playa contiene silicio la cual es un componente primario para la fabricación de semiconductores, la cual se derrite, se corta y se pule en wafers de silicio; en la fabricación de chips, los patrones de circuitos se imprimen una ves terminado el proceso los chips se prueban cortan, después de esto se procede a la etapa de enlace este proceso hace la conexión entres los chips y las guías de estaño o oro o las pines, después  se empacan en gabinetes de plástico o de  de cerámica sellados.

     TRANSFORMACIÓN A MÓDULOS DE MEMORIA 
Aquí se utiliza los componentes como el PCB, los chips de la memoria, las resistencias y los capacitadores su proceso de fabricación es muy similar a los de los chips, se crean trazos de cobre en la superficie de la tarjeta, sistemas automatizados realizan el montaje en la superficie y perforación, se realiza la soldadura, luego pasan por una inspección. 
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COMPONENTES DE LA MEMORIA

      TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS (PCB)
 Es la tarjeta de color marrón, verde la cual esta formado por varias capas la  cual contiene un conjunto de circuitos ,por la cual se realiza el movimiento de los datos ,a mayor numero de capas la memoria será de una mayor calidad ya que a mayor espacio entre las capas habrá una menor interferencia entres esta.

     PUNTOS DE CONTACTO
Son los llamados conectores los cuales se conectan a los sockets lo que permite la transferencia de datos a la placa madre viceversa. Estas guías están cubiertas de estaño y algunas en oro.
     CAPA DE RASTREO INTERNO 

Son los trazos de camino de la tarjeta PCB por donde viajan los datos
     CHIP DE MEMORIA

 Pequeños rectángulos que suelen ir soldados en a la tarjeta de circuitos impresos.
     CONDENSADORES
 Son donde se almacenan los unos (presencia de corriente) y cero (ausenta de corriente) y que continuamente se están cargando
FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA
     La memoria se comporta como una caja donde el microprocesador guarda los datos para manipular con ellos.

      El microprocesador necesita información el disco duro lo busca y lo reenvía a la memoria, esta envía un mensaje la cual se administra en el controlador de memoria (establece un flujo de información entre el CPU y la memoria), el controlador de memoria envía el mensaje de la memoria e informa al microprocesador que la información estará disponible. 
Los nuevos sistemas constan de do tipos de buses el bus frontal (FSB) va del CPU a la memoria y el bus inverso (BSB) va del controlador a la memoria cache L2.
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VELOCIDAD DE LA MEMORIA

La velocidad de la memoria indica la rapidez con la que se genera una respuesta al recibir una solicitud; la cual se mide en nanosegundos o megahertz (ns).

El tiempo de acceso es el lapso de tiempo entre el cual el modulo de la memoria recibe el mensaje hasta el momento que los datos estén disponibles.

La velocidad de acceso a la memoria es aproximadamente de 200 ns y la de acceder al disco duro es de 12 000000 ns.

VERIFICACIÓN DE ERRORES DE MEMORIA

Para verificar de integridad de los datos se utilizan dos técnicas la de paridad y la de corrección de errores (ECC), el método de parida puede detectar los errores de 1 BIT pero o corregirlos y el método de corrección de errores si puede corregirlos los errores de 1 BIT y existen ECC que detecta y corrige errores de bits múltiples.

VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN

Cuando actualizamos la memoria se vuelve a energizar la matriz de celdas de memoria en un chip. La velocidad de actualización se refiere al tiempo en actualizar todas las filas de la matriz de la memoria.

VOLTAJE MÓDULOS DE MEMORIA

Debido a que las celdas de memoria se encuentran cada vez mas juntas están generan mayor calor por lo cual la utilización de voltaje disminuye en las computadoras estándares actuales y en la portátiles es de 3.3 voltios, pero esto se esta reaplazando por chips de 2.5 voltios.

CLASIFICACIÓN DE LA MEMORIA
  1. POR EL TIPO DE EMPAQUETADO 
Hace referencia a la envoltura plástica que contiene el silicio de verdad. Con los módulos de memoria actuales el tipo de empaquetado es un termino que se utiliza rara vez ya que son muy antiguos.

a) DIP
     Es el chip de memoria original utilizado en los días en los cuáles los chip de memoria individuales se insertaban en zócalos de la paca base.
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           b) SIP
     Sustituyo al empaquetado de DIP, todos los conectores estaban en un lateral lo que permitía que el paquete de memoria se apoyara en un lado con lo cual ocupaba menos espacio en la placa base

   2. FACTOR FORMA

        Se refiere a los módulos que contiene que contiene uno más de de los siguientes paquetes.
         a) SIPP

   Era una pequeña tarjeta de circuitos que contenía varios chips de memoria y contenía una única hilera de patas alo largo de la parte inferior .Los SIPP parece a los SIMM excepto que tiene pequeñas patas en lugar de contactos de borde.
[image: image4.png]



          b) SIMM 

  Significa modulo sencillo de memoria en línea, es una tarjeta modular con chips de memoria soldados .El SIMM tiene un conector de borde que permite que todo el modulo SIMM pueda insertarse en un zócalo de la placa base. Los SIMM transfería 8 bits de datos a la vez inicialmente después pudo transferir hasta 32 bits de datos. Hay dos tipo de SIMM los de 30 contactos que miden 3.5 pulgadas y los de 70 contactos que miden 4.25 pulgadas.
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        c) DIMM

  Significa módulos duales de memoria en línea es similar a los SIMM, sin embargo se montan en ambas caras los chips, otra diferencia es la forma de instalar el SIMM de 172 contactos se instala de forma vertical y el DIMM de 168 contactos (5.25 pulgadas) de forma erguida sobre el zócalo .La taza de transferencia de datos es de 64 bits de datos a la vez.
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    d) RIMM 
   Es similar a la DIMM, el RIMM ofrece una taza de transferencia de datos 16 bits, su acceso es mas rápido y transferencia mayor por la cual genera mas calor consta con 184 contactos.
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 e) DDR

  Es la ultima personificación de la DIMM .Se encuentra en el mercado como DIMM de 184 contactos y DDR2 se presenta como DIMM de 240 contactos.
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        f) SO DIMM

  Tipo de memoria que se utiliza para memorias portátiles llamadas SO DIMM o DIMM de delineado pequeño, la SO DIMM tiene 72 contactos (2.35 pulgadas) y 144(2.66 pulgadas) que tienen una taza de transferencia de datos de 32 y64 bits respectivamente.
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 AVISOS DEL COMPUTADOR ANTE FALLAS EN LA MEMORIA
· Cuando la bios no reconoce o no encuentra la memoria emite un ruido largo.
· La computadora inicia y no reconoce toda la memoria instalada; esto se puede deber a que la cantidad máxima soportada por el computador es menor a la instalada.
· La computadora inicia pero al pantalla esta en blanco; esto se puede deber a que la memoria no se ha instalado correctamente.
· Información del computador como:
      Error en falta de correspondencia de memoria, error de dirección de memoria   debido a                Interrupciones de paridad de memoria, error de dirección de memoria, falla de memoria o Error de verificación de memoria.

MAL FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA Y SOLUCIONES  
· El mal funcionamiento se podría deber a múltiples causas aquí algunas de ellas.
· La memoria no es compatible a su computador; averigüe en el sitio Web del fabricante o consulte su manual del computador.
· La mala configuración de su memoria; averiguar la configuración correcta en el sitio Web o utilice el manual de configuración.
· Mala instalación de la memoria; quite la memoria y empuje firmemente hacia el socket, en muchos casos oirá un clic.
· El socket podría estar mal, quite la memoria y cámbielo de socket y verifique si sigue el problema persiste de ser así el socket tiene defectos. 
· Suciedad del socket o pines de la memoria, limpie los sockets con una aspiradora de aire comprimido para PC correspondiente para este y los pines con un borrador de goma.  
· Bios no actualizada; los fabricantes de computadoras poseen información de actualización de su Bios su pagina Web.
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